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2.0 IDC Socket,包装规范

5226-XXYPXXBX0X

说明：

1. 产品如图所示型态放入真空盒
2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意，打为十字型.
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整箱数量

最小包装数量

品 名

缠 膜

No.4

产品凸点或卡点

朝同一方向放置

产品装入真空盒内

真空盒规格:SB-25AB(300*190*6mm)

盖上盒盖并四边六处钉上订书针 贴标签于真空盒左上角 25盒为一扎,再用PE膜缠绕成十字形

注意：产品凸点或卡点朝同一方向

纸箱内需套防水袋PE-19,再将真空盒装入纸箱

(1扎/箱)加一包干燥剂后,将PE袋封口

纸箱规格:CTN-20(双坑K=K,30*25*21cm)

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角打包装带

2.0 IDC Socket

规 格
真空盒
装数量

每箱装
总数量

规 格
真空盒
装数量

每箱装
总数量

6P 210 5250 30P 70 1750

8P 180 4500 32P 70 1750

10P 160 4000 34P 60 1500

12P 140 3500 36P 60 1500

14P 130 3250 38P 60 1500

16P 120 3000 40P 50 1250

18P 110 2750 42P 50 1250

20P 100 2500 44P 50 1250

22P 90 2250 46P 50 1250

24P 80 2000 48P 50 1250

26P 80 2000 50P 40 1000

28P 70 1750
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